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2023年度決算説明会

イビデン株式会社 (4062)

2024年5月2日
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このﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ資料には、2024年5月1日現在の将来に

関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。

世界経済・競合状況・為替変動等にかかわるﾘｽｸや不確定要因

により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。
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2023年度
実績
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115 134
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65 69

724

450 476

売上高 営業利益

営業利益率

(億円)

[ ]は
前年同期比 純利益

522

285 315

純利益率

2023年度(通期) 売上高・営業利益・純利益 実績

(億円)

前年同期比
▲11.3%

前年同期比
▲34.3%

(億円)

前年同期比
▲39.7%

その他
[ 24%]

ｾﾗﾐｯｸ
[ 118%]

電子
[▲55%]

12.5%

7.8%

8.5%

133 142 142 為替(ﾄﾞﾙ)

139 153 154 為替(ﾕｰﾛ)

0

実績
2/1

開示
実績

22年度 23年度

実績
2/1

開示
実績

22年度 23年度

実績
2/1

開示
実績

22年度 23年度

17.3%

12.3%

12.8%

[ ]は
前年同期比

2,507 

1,900 1,907 

899 

910 965 

769 

840 833 

4,175 

3,650 3,705 

その他
[ +8%]

ｾﾗﾐｯｸ
[ +7%]

電子
[▲24%]

0
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市場見通しと
当社事業展望
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電子市場の動向と変化

□ ﾊﾟｿｺﾝ市場： 在庫調整が進展し、夏場以降はOS終了に伴う買換需要が増加
□ ｻｰﾊﾞｰ市場： AI向けは需要拡大が継続、汎用ｻｰﾊﾞｰは需要底打ちから緩やかに回復
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回
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回
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汎用ｻｰﾊﾞｰ

AIｻｰﾊﾞｰ

ﾊﾟｿｺﾝ市場 (外部調査会社の情報を基に推定)ﾊﾟｿｺﾝ市場
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ICﾊﾟｯｹｰｼﾞ基板の需要見通しと投資計画

□ AIｻｰﾊﾞｰ向け需要の成長と顧客ｼｪｱの変化を受け、大野工場を計画通り立上げる
□ 既存工場を含む生産能力のﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨ向上により、収益の最大化を目指す

100 

82 
95 

115 

135 140 

※SAP : Semi Additive Process

※22年を「100」 として指数化

(顧客情報等を基に推定)SAP*需要(面積)

ﾊﾟｿｺﾝ

汎用
ｻｰﾊﾞｰ

実績 実績
最新
見通し

最新
見通し

最新
見通し

最新
見通し

22年 23年 24年 25年 26年 27年
CY

AI

ｻｰﾊﾞｰ

大野工場
供給開始

河間工場
供給開始
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～2021 2022 2023 2024 2025～

～70mm

～70mm

～60mm ～100mm

半導体
ﾁｯﾌﾟ

HBM

□ ﾃﾞｰﾀ処理能力と消費電力の観点で、半導体の高機能化と各社の性能競争は継続
□ ICﾊﾟｯｹｰｼﾞ基板の大型化・微細化・高多層化・3D化はさらに進展、あらゆる技術進化の

可能性を想定し、全方位で必要となる要素技術を先行開発する

ICﾊﾟｯｹｰｼﾞ基板の技術変化

～100mm2.1D構造
(基板上で半導体接続)

2.5D構造
(ｲﾝﾀｰﾎﾟｰｻﾞで半導体接続) L/S=10/10 (um) L/S=5/5 (um)

半導体
ﾁｯﾌﾟ

18層~

14層~
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ｾﾗﾐｯｸ市場の動向と変化

□ 急激なEV化からの揺り戻しもあり、内燃機関搭載車は中期的に一定のｼｪｱを維持
□ 自動車向け以外に、高速通信や産業機器分野においてSi/SiCﾊﾟﾜｰ半導体需要が拡大

22年 23年 24年 25年 26年 27年

CY

(外部調査会社の情報を基に推定) ﾊﾟﾜｰ半導体市場 (外部調査会社の情報を基に推定)

Si

SiC

実績 実績 前回 今回 前回 今回 前回 今回 前回 今回

22年 23年 24年 25年 26年 27年

CY

ｶﾞｿﾘﾝ

HV

PHEV

EV

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

0

5

50

ﾊﾟﾜｰﾄﾚｲﾝ市場

(兆円) 今回(2024.5.2)

前回(2023.10.27)
内燃機関：今回(2024.5.2)

内燃機関：前回(2023.10.27)

100

(百万台)
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2024年度
見通し
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138 147 140 140 為替(ﾄﾞﾙ)

150 158 150 150 為替(ﾕｰﾛ)

実績
上半期

実績
下半期

見通し
上半期

見通し
下半期

23年度 24年度 実績
上半期

実績
下半期

見通し
上半期

見通し
下半期

23年度 24年度

2024年度(半期) 売上高・営業利益 見通し

160

113 105
135

58

76
55

55

23
46

30

40

241 235

190

230

売上高 営業利益

その他

ｾﾗﾐｯｸ

電子

0

その他

ｾﾗﾐｯｸ

電子

(億円) (億円)

12.8% 12.8%

10.6% 11.0%

営業利益率

1,026 
881 

1,000 
1,200 

481 

484 
410 

440 

370 
464 390 

460 
1,876 1,829 1,800 

2,100 

電子
立上費用
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実績 実績 見通し
22年度 23年度 24年度

実績 実績 見通し
22年度 23年度 24年度

実績 実績 見通し
22年度 23年度 24年度

2024年度(通期) 売上高・営業利益・純利益 見通し

売上高 営業利益 純利益

2,507 

1,907 
2,200 

899 

965 
850 

769 

833 
850 

4,175 

3,705 
3,900 

606

273 240

61

134
110

56

69
70

724

476
420

売上高 営業利益

営業利益率

(億円)

[ ]は
前年同期比 純利益

522

315
260

純利益率

(億円)

前年同期比
+5.3%

前年同期比
▲11.7%

(億円)

前年同期比
▲17.4%

その他
[ +2%]

ｾﾗﾐｯｸ
[▲12%]

電子
[ +15%]

その他
[ +1%]

ｾﾗﾐｯｸ
[▲18%]

電子
[▲12%]

12.5%

8.5%
6.7%

133 142 140 為替(ﾄﾞﾙ)

139 154 150 為替(ﾕｰﾛ)

0 0

17.3%

12.8%
10.8%

[ ]は
前年同期比
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中期連結
見通し
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研究開発費の推移(実績・計画)

168
157

197 202 200

5.2%
3.9%

4.7%
5.5% 5.1%

0

100

200

300

新領域
 植物活性化材

(LEAF ENERGY)

 CO2固定化技術

連結売上高比率

当社の研究開発領域

ｴﾚｸﾄﾛ
ﾆｸｽ
領域

次世代3Dﾊﾟｯｹｰｼﾞ

 ｶﾞﾗｽｺｱ基板

光ﾃﾞﾊﾞｲｽ

【光ﾃﾞﾊﾞｲｽ】

【次世代PKG】

 NEV向け部材
・ LiB安全部材
・ 耐熱断熱材
・ 耐熱絶縁部材

 27年度売上目標
100億円

NEV

領域

次の成長に向けた研究開発活動

【ｶﾞﾗｽｺｱ基板】

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
実績 実績 実績 実績 (見通し)

LiBﾊﾟｯｹｰｼﾞ
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設備投資額 (億円)

454 
367 400 

56 

50 
57 

39 

44 
43 

549 
460 500 1,215 

1,369 

1,700 

31 

52 

110 

67 

45 

40 

1,313 

1,466 

1,850 

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

その他

ｾﾗﾐｯｸ

電子 その他

ｾﾗﾐｯｸ

電子

設備投資(検収)額・減価償却費の計画

減価償却費 (億円)

EBITDA

率

償却費
率

13% 12% 13%

30%

25% 24%
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606 

273 240 

500 
660 

890 

61 

134 
110 

120 

150 

160 

56 

69 
70 

80 

90 

100 

724 

476 
420 

700 

900 

1,150 

2,507 

1,907 
2,200 

2,700 

3,500 

4,500 

899 

965 
850 

900 

950 

1,000 

769 

833 
850 

900 

950 

1,000 

4,175 

3,705 
3,900 

4,500 

5,400 

6,500 
(億円)

17%

13%
11%

16% 17% 18%

営業利益率
営業利益売上高

(億円)

中期業績見通し

実績

22年度
実績

23年度
5/1開示

24年度
見通し

25年度
見通し

26年度
見通し

27年度
実績

22年度
実績

23年度
5/1開示

24年度
見通し

25年度
見通し

26年度
見通し

27年度

□資本ｺｽﾄに見合ったROE(10%以上)への早期回復を目指す

その他

ｾﾗﾐｯｸ

電子
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株主還元
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□足もとの市況変化に確実に対応しつつ、中長期の需要拡大に備え、ICﾊﾟｯｹｰｼﾞ基板の
大型投資を継続実施する

□株主還元は、安定配当を継続する

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
実績 実績 実績 実績 (見通し)

15 
20 20 20 20 

1020 

20 

20 

20 20 

35 
40 

50 

40 40 

一株当たり配当金

(円)

中間
配当金

期末
配当金

110周年
記念配当

資本配分と株主還元
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産学官連携
の取り組み
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□ 半導体分野に関わる産学官の機関が連携し、
中部地域の半導体人材を育成

高度化する半導体向け技術の開発人材育成
と経済安全保障の維持に貢献

産学官連携による人材確保・脱炭素社会への取り組み

半導体人材育成等連絡協議会への参画

【経済産業省中部経済産業局】

「産学連携に関する包括協定」の締結

【東海国立大学機構岐阜大学】

教育機関
(大学・高専)

産学連携による取組みの拡大
・ 業界説明会
・ ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ
・ 工場見学
・ 特別講義・実習等

行政機関

半導体
関連ﾒｰｶｰ

②人材輩出拡大

①半導体関係の
研究室に進む
学生の増加

中部地域半導体人材育成等連絡協議会

□ 当社の事業活動から得られたｺｱ技術と、岐阜
大学の教育研究資源を連携

将来の技術(事業)の開発を加速し、持続可能
な社会の実現に貢献

岐阜大学との共同研究領域

GX関連

ﾊﾞｲｵﾏﾃﾘｱﾙ

資源ﾘｻｲｸﾙ

環境整備ｲﾋﾞﾃﾞﾝの3つの開発領域

包括連携協定

気候変動・脱炭素
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